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Mit System-in-Package-Design (SiP) lasst
sich ein System deutlich platzsparender
aufbauen: Es benétigt nur 60 % des Raumes,
den eine auf diskreten Bauteilen basierende
Losung beansprucht

Bereits im Design verankerte Teststrategien
ermdglichen die hybride Verifizierung
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Bohren mit Laser: Erkenntnisse fiir PCB-Bear-
beitung aus Nicht-Elektronik-Anwendungen
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Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

Zum 34. Mal fand die Internationale Fachmesse ,Control® statt: Zwischen
dem 3. und 6. Mai kamen ganze 18 000 Fachbesucher in die Messehallen

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fur die Herstellung

von hochwertigen‘Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grofbritannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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Im Applikationslabor Quantensensorik am IAF konnen Partner Quanten-
magnetometer fiir ihre spezifischen Anforderungen evaluieren
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3D-Druck-Forschung, Nanodiamanten und haarige Roboterhaut — das
sind Themenstichpunkte aus dem aktuellen Bericht aus Dresden
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PIEK ist das fiihrende und weltweit agierende
Schulungs- und Zertifizierungsunternehmen fiir die
elektronische Verbindungsindustrie. Es ist das einzige

Master-IPC-Trainern, die jahrelange und weltweite

und Zertifizierungen weltweit fiir alle Mitarbeiter der

Weitere Informationen: www.piekiraining.com

Schulungsunternehmen in Europa, das alle IPC Schulungen
und Zertifizierungen anbietet mit ausschlieBlich eigenen

Erfahrung haben. PIEK bietet maBgeschneiderte Schulungen
elektronischen Verbindungsindustrie. Die Schulungsinhalte

sind: Design, Loten, Montage von Baugruppen, Kabel- und
Kabelbaumbaugruppen sowie Reparatur von Leiterplatten.
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Tel. +49 8563 9788908 774
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Fachverband fir Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

Fachverband Elektronik-Design e. V. W
Tel. +49 30 340 60 30 50 781
info@fed.de, www.fed.de J
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EIPC - Der Europaische
Elektronik-Verband

Tel. +31 46 4264258
WWW.€ipc.org
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Die Elektroindustrie
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Die Elektroindustrie

Fachverband Electronic
Components and Systems

Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

Fachverband PCB

and Electronic Systems

Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org
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INTERNATIONAL
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Deutschland e. V. 809
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de
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Tel. +49 911 5302-9100

info@3dmid.de, www.3dmid.de J
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DVS - Deutscher Verband ‘
flr SchweiBen und

verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0 836
romina.krieg@dvs-hg.de

www.dvs-ev.de
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